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Elektronische Baugruppe und Verfahren zur Herstellung dieser 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektronische Baugruppe, die zumindest einen 
zweiseitig mit einem elektrisch leitfahigem Material beschichteten Schaltungstrager 
aufweist, wobei der Schaltungstrager mit einer ersten Gruppe elektronischer Bauteile zur 
Gestaltung einer Benutzerschnittstelle und mit einer zweiten Gruppe elektronischer 
Bauteile zur Gestaltung eines Rechner- und Steuermoduls bestUckt ist; die Erfindung 
betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Baugruppe. 

Elektronische Baugruppen der eingangsgenannten Art sowie entsprechende Verfahren 
zum Herstellen einer solchen Baugruppe sind aus der Leiterplattenbestuckungstechnik 
bekannt Hierbei ist die Auswahl des Leiterplattenbasismaterials zur Fertigung der 
entsprechenden elektronischen Baugruppe von hoher Wichtigkeit, da das verwendete 
Basismaterial in erheblichem Malie mit uber die elektrischen, mechanischen und 
hochfrequenztechnischen Eigenschaften sowie uber die einsetzbaren Fertigungsver- 
fahren und die zu erwarteten Kosten der zu fertigenden Platine bzw. Baugruppe ent- 
scheiden. Der Auswahl des richtigen Basismaterials kommt demzufolge eine wesentliche 
Bedeutung zu. 

Bei mit Leiterplatten bestUckten Haushaltgeraten, wie zum Beispiel Waschmaschinen, 
Geschirrspulern, Kuhl-/Gefriergeraten und Herden, wird aus Kostengrunden auf eine 
beidseitige BestUckung einer zweiseitig beschichteten Leiterplatte verzichtet, da dieses 
relativ teure Leiterplatten mit vorbereiteten Durchkontaktierungen notwendig machen 
wurde Aus diesem Grund werden zur Zeit in der Regel die relativ preisgunstigen, 
einseitig beschichteten Leiterplatten vom Typ CEM1 bzw. CEM3 eingesetzt. Jene 
Leiterplatten haben ihr Einsatzgebiet bei Massenanwendungen mit Forderungen nach 
verbesserten mechanischen und elektrischen Eigenschaften, wie es beispielsweise bei 
Haushaltgeraten der Fall ist. Jene Leiterplatten sind stanzbar, jedoch nur bedingt 
durchkontaktierbar. Der Nachteil von elektronischen Baugruppen, die auf einer einseitig 
beschichteten Leiterplatte angeordnet sind, iiegt jedoch insbesondere in der begrenzten 
Platzierungsmoglichkeit von den Bauteilen, die die Baugruppe begrOnden, sowie in der 
eingeschrankten Mbglichkeit der Entflechtung der Verbindungsmoglichkeiten. 
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Unter dem Begriff ..Entflechtung einer Verbindungsmoglichkeit" ist in diesem Zusam- 
menhang jene Eigenschaft gemeint, dass eine elektronische Baugruppe zur Ansteuerung 
eines Gerates derart konzipiert ist, dass bestimmte Funktionsbereiche der Baugruppe 
raumlich getrennt voneinander als Module angeordnet sind, um moglichst flexibel das je- 
weilige Gerat an Anderungen hinsichtlich Designverbesserungen oder Funktionalitaten 
des Gerats anzupassen. Insbesondere bei modernen Haushaltgeraten werden 
designbeeinflusste Produktkriterien neu bewertet und zunehmend in der Gestaltung 
berucksichtigt. Die Weiterentwicklung eines derartigen Gerates betrifft dabei tatsachlich 
im wesentlichen nur die Bedienflache, also die Schnittstelle zwischen dem Gerat und dem 
Benutzter, wobei die eigentliche Elektronik des Gerates in der Regel im Prinzip 
unverandert bleiben kann. Dies liegt daran, dass beim Entwurf von Haushaltgeraten das 
Design der Bedienflache eine zunehmend wichtige Rolle spielt, da dieses beim 
Endkunden bei der Kaufentscheidung im wachsenden Mafce beachtet wird. Es hat sich 
gezeigt, dass bei Geraten, die mit Leiterplatten bestuckt sind, auf welchen die 
zugehorigen elektronische Baugruppe in einem sogenannten verflochtenen Zustand 
vorliegt, d.h. wobei die Elektronik in direktem Funktionszusammenhang mit beispielsweise 
der Benutzerschnittstelle steht, es bei einer Abanderung der Bedienflache des Gerates 
oftmals erforderlich ist, auch die Elektronik entsprechend zu modifizieren. Dies hat 
naturlich unerwunschte Zusatzkosten zur Folge. 

5 Aus der DE 198 1 64 445 A1 ist eine Losung bekannt, bei der elektronische Baugruppen 
eines elektrischen Gerates auf jeweils einem einseitig beschichteten Schaltungstrager 
aufgebracht und kontaktiert sind, wobei nach der Bestuckung der jeweiligen 
Schaltungstrager die jeweils unbestuckten Flachen der Einzelleitungstrager aufeinander 
gelegt und entsprechend mechanisch fixiert werden. Der Nachteil bei diesem aus dem 
Stand der Technik bekannten Verfahren zur Herstellung einer derartigen Baugruppe liegt 
darin, dass die mechanisch verbundenen und ubereinandergelegten Einzelplatten 
letztendlich zu dick sind, und ferner das Verfahren relativ kostenintensiv ist. 



35 



Der vorliegenden Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, eine elektronische 
Baugruppe der eingangsgenannten Art sowie ein entsprechendes Verfahren zum Her- 
stellen einer derartigen Baugruppe anzugeben, wobei eine Entflechtung von Verbin- 
dungsmoglichkeiten der entsprechenden Module moglich ist. 
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5 Diese Aufgabe wird bei einer elektronischen Baugruppe der eingangsgenannten Art 
dadurch gelost, dass die erste Gruppe der elektronischen Bauteile zur Gestaltung der 
Benutzerschnittstelle bzw. des Benutzerschnittstellenmoduls auf einer ersten Seite des 
Schaltungstragers und die zweite Gruppe der elektronischen Bauteile zur Gestaltung des 
Rechner- und Steuermoduls auf einer der ersten Seite gegenuberliegenden, zweiten Seite 

1 0 des Schaltungstragers aufgebracht und kontaktiert sind. 

Das der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende technische Problem wird ferner durch 
ein Verfahren zum Herstellen der erfindungsgemafcen Baugruppe durch folgende 
Verfahrensschritte erfindungsgemafc gelost: Bestucken der erste Seite des Schaltungs- 
tragers mit einer ersten Gruppe der elektronischen Bauteile zur Gestaltung der 
Benutzerschnittstelle der Baugruppe; Bestucken der zweiten Seite des Schaltungstragers 
mit einer zweiten Gruppe der elektronischen Bauteile zur Gestaltung eines Rechner- und 
Steuermoduls der Baugruppe; und Einrichten von Signalubertragungs- und/oder 
Leistungsversorgungsverbindungen zwischen der ersten Seite und der zweiten Seite. 

Die Vorteile der Erfindung liegen insbesondere darin, dass durch die Entflechtung der 
elektronischen Bauteile zur Gestaltung der Benutzerschnittstelle von den elektronischen 
Bauteilen zur Gestaltung des Rechner- und Steuermoduls die jeweiligen Bauteilgruppen 
bzw. Module vollkommen gesondert voneinander entwickelt und angepasst werden 
konnen. Insbesondere ist es beispielsweise bei Haushaltgeraten mdglich, die Realisierung 
eines neuen Designvorschlags fur die Benutzerschnittstelle bzw. Bedienflache des 
Gerates vollkommen gesondert von der zu schaltenden Elektronik besonders 
kostengunstig und einfach umzusetzen. Von daher kann bei einer Weiterentwicklung des 
Gerates auch auf bereits existierende Elektronik zuruckgegriffen werden. 

Die Vorteile der Verwendung eines zweiseitig beschichteten Schaltungstragers bzw. die 
Vorteile einer zweiseitigen Bestuckung des Schaltungstragers sind ferner beachtlich, da 
dies die Moglichkeit bietet, die gleiche elektronische Schaltung auf einer wesentlich 
kleineren Baugruppe unterzubringen, als es der Fall bei einem einseitig beschichteten 
35 Schaltungstrager ist. Als mogliche Schaltungstrager- Basismaterialien kommt in 
bevorzugter Weise das CEM-1-, CEM-3- oder FR-4-Material zum Einsatz. Jene 
Materialien zeichnen sich - wie bereits angedeutet - durch verbesserte mechanische und 
elektrische Eigenschaften aus. Das FR-4-Basismaterial ist ferner fur hohere 
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Temperaturen ausgelegt und weist daruber hinaus eine erhohte Kriechstromfestigkeit auf. 
Die genannten Materialien sind Standardmaterialien und aus der Leiterplattentechnik 
bekannt. Selbstverstandlich konnen hierbei aber auch andere Basismaterialien fur die 
Leiterplatten bzw. Schaltungstrager eingesetzt werden. 

Mit dem erfindungsgemafcen Verfahren wird eine M6glichkeit fur ein einfach zu reali- 
sierendes und dabei sehr effektives Herstellungsverfahren der erfindungsgemafcen 
elektronischen Baugruppe zur Optimierung der Entflechtung der einzelnen Bauteile- 
gruppen angegeben. Dabei ist insbesondere vorgesehen, die mit der ersten Gruppe der 
elektronischen Bauteile zur Gestaltung der Benutzerschnittstelle bestuckte erste Seite des 
Schaltungstragers mittels Signalubertragungs- und/oder Leistungsversorgungs- 
verbindungen mit der auf der zweiten Seite des Schaltungstrager bestuckten zweiten 
Gruppe der elektronischen Bauteile zur Gestaltung des Rechner- und Steuermoduls zu 
verbinden. Erst dadurch wird es moglich, dass die erste Gruppe der elektronischen 
Bauteile vollkommen gesondert von der zweiten Gruppe der elektronischen Bauteile 
entwickelt bzw. angepasst werden kann. So ist es ferner denkbar, etwa zum Zwecke einer 
Realisierung eines neuen Designvorschlages fur die Bedienflache eines Haushaltgerates, 
auf bereits existierende Elektronik zuruckzugreifen, wobei es lediglich notwendig ist, die 
erste Gruppe der elektronischen Bauteile entsprechend den Anderungswunschen des 
neuen Designvorschlages anzupassen, wahrend die zweite Gruppe der elektronischen 
Bauteile vollkommen unverandert bleibt. Durch das entsprechend angepasste Einrichten 
der Signalubertragungs- und/oder Leistungsversorgungsverbindungen zwischen der 
ersten Seite und der zweiten Seite des Schaltungstragers ist es somit moglich, die 
Realisierung des neuen Designvorschlagen fur die Bedienflache besonders kostengunstig 
und einfach umzusetzen. 

Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung sind bezOglich der elektronischen Baugruppe 
in den Unteranspruchen 2 bis 9 und bezuglich des Herstellungsverfahrens in den 
Unteranspruchen 11 bis 13 angegeben. 

So ist fur die elektronische Baugruppe bevorzugt vorgesehen, dass der Schaltungstrager 
frei von Durchkontaktierungsstellen, insbesondere von STH- Durchkontaktierungsstellen 
(STH= Silver Through Hole) ist, wobei zumindest eine Signalubertragungseinrichtung zum 
wechselseitigen Ubertragen von Steuersignalen zwischen der ersten Gruppe der 
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elektronischen Bauteile auf der ersten Seite des Schaltungstragers und der zweiten 
Gruppe der elektronischen Bauteile auf der zweiten Seite des Schaltungstragers und/oder 
zur Versorgung der ersten Seite mit elektrischer Leistung uber die zweite Seite oder 
umgekehrt vorgesehen ist. Durch diese vorteilhafte Weiterentwicklung der elektronischen 
Baugruppe ist es insbesondere moglich, auf einfache Weise eine Trennung zwischen 
Blendendesign und Funktion auf einer Leiterplatte durchzufuhren. Unter dem Begriff 
Blendendesign" fallen samtlich variantenbildenden Bedien- und Anzeigeelemente auf der 
Vorderseite des Schaltungstragers, wahrend unter dem Begriff ..Funktion" die Varianten- 
unabhangige Funktion auf der Ruckseite des Schaltungstragers zu verstehen ist. 

In einer besonders bevorzugten Weiterentwicklung der letztgenannten Ausfiihrungsform 
der erfindungsgema&en elektronischen Baugruppe ist vorgesehen, dass die Sig- 
nalubertragungseinrichtung zumindest ein Steckelement aufweist, welches an einem Be- 
reich des Schaltungstrager uber gegenuberliegende, auf der ersten und der zweiten Seite 
des Schaltungstragers ausgebildete und miteinander konjugierende Steckbereich 
20 gesteckt wird. Urn in dieser Ausfuhrungsform Signale von der ersten Gruppe der 
elektronischen Bauteile von der ersten Schaltungstragerseite, die auch „Blendenseite" 
genannt wird, da sie zur Bedienblende des Gerats zeigt, der zweiten Gruppe der 
elektronischen Bauteile auf der zweiten, auch ..Gerateseite" genannten Schaltungstra- 
geseite zuzufuhren, werden die Signale auf der Blendenseite zu einem Randbereich 
25 gefuhrt und mittels des Steckelementes, wie etwa mittels eines Randkartensteckers, auf 
die Blendenseite gebracht. Dabei ist vorgesehen, dass sich der Master- Mikrokontroller 
des Gerats auf der Gerateseite, d.h. auf der Schaltungstragerseite, die zum 
Gerateinneren zeigt, befindet. Bei der Anordnung bzw. Auslegung der jeweiligen 
Steckbereiche auf der ersten und der zweiten Seite des Schaltungstragers ist es ferner 
30 denkbar, an den jeweiligen Randbereichen des Schaltungstragers eine stufenformig 
abgesetzte Ausnehmung vorzusehen. Dabei konnen die Steckelemente der jeweiligen 
Breite der Ausnehmung angepasst werden, so dass eine Sicherung der Steckelemente 
gegen seitliches Verschieben erreicht wird. Denkbar ist ferner, den Steckbereich an dem 
Randbereich des Schaltungstragers so auszufuhren, dass dieser auch parallel zum 
35 Anschluss weiterer Elektronikmodule per Steckelement bzw. Randkartenstecker mit 
angeschlossenen Leitungen genutzt werden kann. Somit ist es moglich, die 
Steckbereiche nicht nur als Schnittstellen zwischen der ersten und der zweiten Seite des 
Schaltungstragers sondern auch als Schnittstellen des gesamten Schaltungstragers zu 
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anderen Schaltungstragern zu verwenden. Selbstverstandlich sind hier aber auch andere 
Ausfuhrungsformen denkbar. 

In einer besonders bevorzugten Realisierung der elektronischen Baugruppe ist vorge- 
sehen dass die Signalubertragungseinrichtung zumindest ein Leiterelement, insbe- 
sonde're einen Kabel-Jumper, aufweist, wobei jenes Leiterelement einen ersten Kon- 
taktbereich auf der ersten Seite des Schaltungstragers mit einem zweiten Kontaktbere.ch 
auf der zweiten Seite des Schaltungstragers elektrisch verbindet. Eine derart.ge 
Signalubertragungseinrichtung in der Gestalt eines Leiterelementes ist beispielsweise zur 
Leistungsversorgung der jeweiligen Bauteilgruppen auf der ersten bzw. zweiten Se.te 
nutzbar da das Leiterelement auf einer besonders leicht zu realisierenden We.se an die 
entsprechenden Bedingungen, wie Spannungsfestigkeit etc., angepasst ausgelegt werden 
kann Hier ist beispielsweise denkbar, dass die zweite Seite des Schaltungstragers uber 
ein Steckelement mit einem Netzteil und wiederum uber ein Leiterelement mit der ersten 
Seite des Schaltungstragers verbunden ist, urn derart die Spannungsversorgung der 
20 beidseitig bestuckten Bauteilegruppen bzw. Module zu gewahrleisten. 

Besonders vorteilhaft ist es, dass die Signalubertragungseinrichtung zumindest ein 
Durchkontaktierungselement aufweist, dass durch ein Durchgangsloch in dem Schal- 
tungstrager hindurchlauft und einen ersten Kontaktbereich auf der ersten Seite des 
- Schaltungstragers mit einem zweiten Kontaktbereich auf der zweiten Seite des Schal- 
tungstragers elektrisch verbindet. Dabei ist denkbar, dass jenes Durchgangsloch in den 
Schaltungstrager durch Stanzen, Bohren, Laserbohren oder aber auch durch Frasen 
eingebracht wird. Mit dieser besonders bevorzugten Realisierung der erfindungsgemafcen 
elektronischen Baugruppe ist es moglich, obwohl das Leiterplatten-Basismaterial aus 
30 Kostengrunden bewusst von vornherein frei von Durchkontaktierungen ist, dennoch auf 
die aus der Leiterplattentechnik bekannten Vorteile hinsichtlich Durchkontaktierungs- 
stellen, wie etwa STH- Durchkontaktierungen, zuruckzugreifen, indem die fehlenden 
Durchkontaktierungsstellen individuell durch Durchkontaktierungselemente ersetzt 
werden. Dieses ist eine besonders preisgunstige Moglichkeit zu Realisierung der vor- 
35 teilhaften Durchkontaktierungen. 

Dabei ist in besonders vorteilhafter Weise vorgesehen, dass das Durchkontaktierungs- 
element ein insbesondere aus Blech ausgebildetes Steckelement ist, welches e.ne ebene 
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Kontaktflache und einen Stiftbereich aufweist, welcher uber einen Federabschnitt federnd 
mit der Kontaktflache verbunden ist, wobei die Kontaktflache bundig auf dem 
Kontaktbereich des Schaltungstragers anliegt und wobei der Stiftbereich durch das 
Durchgangsloch hindurchlauft, wenn das Steckelement als Durchkontaktierungselement 
in dem Durchgangsloch eingesetzt ist. Besonders bevorzugt ist die ebene Kontaktflache 
des Steckelementes dabei derart ausgelegt, dass diese in einer besonders le.cht zu 
realisierenden Weise mit dem entsprechenden Kontaktbereich des Schaltungstragers 
kontaktiert werden kann. Der Federabschnitt, der die Kontaktflache mit dem Stiftbere.ch 
verbindet, dient unter anderem dazu, das Steckelement sicher in dem Durchgangsloch zu 
fixieren bevor das Element durch beispielsweise Loten mit den entsprechenden 
Kontaktbereichen des Schaltungstragers fest verbunden und kontaktiert wird. 
Selbstverstandlich sind hier aber auch andere AusfOhrungsformen und 
Ausgestaltungsformen des Steckelementes denkbar. So ist es moglich, das Steckelement 
aus einem Material auszubilden, das an die entsprechenden Anforderungen individual 
angepasst ist. Denkbar ware beispielsweise als Basismaterial fur das Steckelement e.n 
20 elektrisch leitfahiges Polymer zu verwenden. 

Urn zu erreichen, dass auf dem Schaltungstrager beidseitig SMD- Bauteile (SMD= 
Surface Monted Device) und einseitig bedrahtete, bzw. THD- Bauteile (THD= Through 
Hole Device) verwendbar sind, sind die ersten Gruppe der elektronischen Baute.le 
25 derartige Bauteile, die mittels einer SMD- Technologie auf einem SMD- Bereich auf der 
ersten Seite des Schaltungstragers bestuckt werden, wohingegen die zweite Gruppe der 
elektronischen Bauteile derartige Bauteile sind, die sowohl mittels einer SMD- 
Technologie auf einem SMD- Bereich der zweiten Seite des Schaltungstragers als auch 
mittels einer THD- Technologie auf einem THD- Bereich der zweiten Seite des 
30 Schaltungstragers bestuckt werden. Dabei ist vorgesehen, dass der THD- Bereich der 
zweiten Seite verschieden vom SMD- Bereich der zweiten Seite ist, und dass der SMD- 
Bereich der zweiten Seite ein dem SMD- Bereich der ersten Seite entsprechender und 
gegenuberliegender Bereich ist. 

35 Denkbar hierbei ware jedoch auch, dass die erste Gruppe der elektronischen Bauteile 
derartige Bauteile sind, die sowohl mittels einer SMD- Technologie auf einem SMD- 
Bereich der ersten Seite des Schaltungstragers als auch mittels einer THD- Technologie 
auf einem THD- Bereich der ersten Seite des Schaltungstragers bestuckt werden, 
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wohingegen die zweite Gruppe der elektronischen Bauteile derartige Bauteile sind, die 
mittels einer SMD- Technologie auf einem SMD- Bereich der zweiten Seite des Schal- 
tungstragers bestuckt werden. Dabei ist vorgesehen, dass der THD- Bereich der ersten 
Seite verschieden vom SMD- Bereich der ersten Seite und der SMD- Bereich der zweiten 
Seite ein dem SMD- Bereich der ersten Seite entsprechender und gegenuberliegender 
Bereich ist. 

Die entsprechenden Lottechniken in der Elektronikfertigung, insbesondere die THD- 
Technologie fur durchsteckmontierte Bauelemente und die SMD-Technologie fur 
oberflachenmontierte Bauelemente sind aus dem Stand der Technik bekannt und werden 
hier nicht naher eriautert. 

Als vorteilhafte Weiterbildung des erfindungsgema&en Herstellungsverfahrens ist vor- 
gesehen, dass bei dem Verfahrensschritt des Einrichtens von Signalubertragungs- 
und/oder Leistungsversorgungsverbindungen zwischen der ersten Seite und der zweiten 
20 Seite des Schaltungstragers Steckbereiche ausgebildet werden, die sich an einem 
Randbereich gegenuberliegend und miteinander konjugierend auf der ersten Seite und 
der zweiten Seite des Schaltungstragers erstrecken, wobei anschliefcend Steckelemente 
auf die gegenuberliegend ausgebildeten und miteinander konjugierenden Steckbereiche 
aufgesteckt werden. 

25 

Besonders bevorzugt werden zur Einrichtung von Signalubertragungsverbindungen 
zumindest ein Kontaktbereiche auf der ersten Seite des Schaltungstragers und zumindest 
ein Kontaktbereich auf der zweiten Seite des Schaltungstragers ausgebildet, die 
anschliefiend mit einem Leiterelement, wie etwa einem Kabel-Jumper, verbunden 
30 werden. 

Hinsichtlich einer weiteren, besonders bevorzugten Ausfuhrungsform des erfindungs- 
gemafcen Verfahrens ist ferner vorgesehen, dass zumindest ein Durchgangsloch in dem 
Schaltungstrager, zumindest ein erster Kontaktbereich auf der ersten Seite des 
35 Schaltungstragers und zumindest ein zweiter Kontaktbereich auf der zweiten Seite des 
Schaltungstragers ausgebildet werden und anschliefcend ein Durchkontaktierungselement 
in das zumindest eine Durchgangsloch eingesetzt wird, urn den zumindest einen ersten 
Kontaktbereich mit dem zumindest einem zweiten Kontaktbereich elektrisch zu verbinden. 
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Weitere Vorteile und Zweckmaliigkeiten der Erfindung werden im Obrigen aus der 
nachfolgenden Beschreibung der bevorzugten AusfQhrungsformen anhand der Figuren 

deutlich. 



20 



25 



30 



35 



Es ist zeigen: 



Fig. 1 



Fig. 2 



Fig. 3 



Fig. 4 



Fig. 5 



Fig. 6 



die Blendenseite einer ersten bevorzugten Ausfuhrungsform der 
erfindungsgemaflen elektronischen Baugruppe; 

die zu der in Fig. 1 dargestellten Blendenseite zugehorige Gerateseite der 
erfindungsgema&en elektronischen Baugruppe gemafc der ersten 
Ausfuhrungsform; 

die Blendenseite einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform der 
erfindungsgemaden elektronischen Baugruppe; 

die zur Blendenseite der in Fig. 3 dargestellten Ausfuhrungsform der erfin- 
dungsgemafcen elektronischen Baugruppe zugehorige Gerateseite; 

eine schematische Darstellung einer weiteren Ausfuhrungsform der 
erfindungsgemafcen elektronischen Baugruppe im eingebauten Zustand; 

eine dreidimensionale Darstellung einer Ausfuhrungsform des 
erfindungsgema&en Durchkontaktierungselements. 



Fig. 1 zeigt die Blendenseite 5 einer bevorzugten Ausfuhrungsform der elektronischen 
Baugruppe 1. Bei der hier dargestellten Ausfuhrungsform handelt es sich urn eine erste 
Variante der Baugruppe 1 , bei der sich auf der Blendenseite 5 auf einem SMD-Bereich 1 9 
SMD-Bauteile 2 und der Schwall-Lotbereich 20 der auf der Gerateseite 7 eingesetzten 
THD-Bauteile 4' befinden. 

Fig. 2 zeigt die zu der in Fig. 1 dargestellten Blendenseite 5 zugehorige Gerateseite 7 der 
ersten bevorzugten Ausfuhrungsform der elektronischen Baugruppe 1. Auf der 
Gerateseite 7 befinden sich sowohl SMD-Bauteile 4 als auch die THD-Bauteile 4', wobei 
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die THD-Bauteile 4' auf einem THD-Bereich 20' der Gerateseite 7 angeordnet sind, 
welcher dem Schwall-Lotbereich 20 der Blendenseite 5 genau gegenuberliegt. Die SMD- 
Bauteile 4 konnen auf der Gerateseite 7 sowohl auf dem THD-Bereich 20' als auch auf 
dem SMD-Bereich 19' angeordnet sein. Der SMD-Bereich 19' der Gerateseite 7 liegt dem 
SMD-Bereich 19 der Blendenseite 5 genau gegenuber. 

Bezug nehmend auf Fig. 1 sind auf der Blendenseite 5 der elektronischen Baugruppe 1 in 
dem SMD-Bereich 19 eine erste Gruppe elektronischer Bauteile 2 zur Gestaltung einer 
Benutzerschnittstelle bestuckt. Diese erste Gruppe der elektronischen Bauteile 2 setzt 
sich beispielsweise aus Schaltem, Tastern, Potentiometern, Anzeigeelementen, 
Siebensegementanzeigen, Leuchtdioden und ahnlichen elektronischen Komponenten 
zusammen. Diese elektronischen Komponenten sind jeweils SMD-Bauteile, d.h. Bauteile, 
die mittels einer aus dem Stand der Technik bekannten SMD-Technologie auf der 
Oberflache 5 der Platine bestuckt wurden. Die SMD-Technologie weist dabei 
ublicherweise die Verfahrensschritte des Dispensens, des Bestuckens und des 
anschliefcenden Kontaktierens der Bauteile 2 auf. Jene Schritte sind aus dem Stand der 
Technik bekannt und werden hier nicht naher erlautert. 

Wie in der Fig. 1 gezeigt, kann auf der Blendenseite 5 in dem SMD-Bereich 19 der 
Baugruppe 1 ferner optional ein Mikrocontroller 27 angeordnet sein, der zur Steuerung 
bzw Ansteuerung der ebenfalls auf der Blendenseite 5 angeordnete, elektronischen 
Bauteile 2 der ersten Gruppe zur Gestaltung der Benutzerschnittstelle vorhanden ist. In 
diesem Zusammenhang ist jener Mikrocontroller 27 ebenfalls als ein Bauteil 2 der ersten 
Gruppe anzusehen, da er in erster Linie zur Gestaltung der Benutzerschnittstelle der 
elektronischen Baugruppe 1 dient. 

Gemafc der Fig. 2 sind auf der Gerateseite 7 sowohl SMD-Bauteile 4 als auch THD- 
Bauteile 4' vorgesehen. Die SMD-Bauteile 4 liegen auf dem SMD-Bereich 19', der genau 
gegenuber dem SMD-Bereich 19 der Blendenseite 5 positioniert ist. Auf ahnliche Weise 
sind die THD-Bauteile 4' bzw. die bedrahteten Bauteile 4' auf der Gerateseite 7 in dem 
Bereich 20' angeordnet, der dem SMD-Bereich 20 der Blendenseite 5 entspricht und 
gegenuberliegt. Die auf der Gerateseite 7 angeordneten Bauteile 4, 4' gehoren zu e.ner 
zweiten Gruppe elektronischer Bauteile, die zur Gestaltung eines Rechner- und 
Steuermoduls der elektronischen Baugruppe 1 dienen. Jene elektronischen Bauteile 4, 4' 
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der zweiten Gruppe setzen sich aus dem Master-Mikrocontroller 28 und den zugehorigen 
Schaltungen bzw. Chips zusammen. 





Bei der elektronischen Baugruppe 1 gemali der ersten Ausfuhrungsform wird als 
Schaltungstrager-Basismaterial das CEM-1-, CEM-3- oder SR-4-Material verwendet. Jene 
10 Materialen zeichnen sich durch verbesserte mechanische und elektrische Eigenschaften 
aus. Dabei ist vorgesehen, dass die Basismaterialien zweiseitig beschichtet sind. Urn die 
Herstellungskosten der elektronischen Baugruppe 1 zu reduzieren, wird bewusst bei den 
Leiterplatten-Basismaterialien auf bereits vorab eingebrachte Durchkontaktierungsstellen, 
insbesondere STH-Durchkontaktierungen, verzichtet Zum wechselseitigen Obertragen 
von Steuersignalen zwischen den Bauteilen 2 der Blendenseite 5 und den Bauteifen 4, 4' 
der Gerateseite 7 sind stattdessen Signalubertragungseinrichtungen 6 vorgesehen. Diese 
Signalubertragungseinrichtungen 6 dienen des weiteren zur Versorgung der 
elektronischen Bauteile 2 der Blendenseite 5 mit elektrischer Leistung uber die 
Gerateseite 7 oder umgekehrt. 

20 

GemafJ der in den Figuren 1 und 2 dargestellten ersten bevorzugten Ausfuhrungsform der 
erfindungsgemaften elektronischen Baugruppe 1 sind als Signalubertragungseinrichtun- 
gen 6 Steckelemente 8 sowie Durchkontaktierungselemente 10 vorgesehen. Die 
Steckelemente 8 werden an jeweiligen Randbereichen 11 des Schaltungstragers 3 
aufgebracht. Hierzu wurden an den jeweiligen Positionen des Randbereichs 11 des 
Schaltungstragers 3 sogenannte Steckbereiche 12 ausgebildet. Damit verbinden diese 
Steckelemente 8 die gegenuberliegenden, auf der Blenden- und der Gerateseite 5, 7 des 
Schaltungstragers ausgebildete und miteinander konjugierende Steckbereiche 12 
elektrisch. Die Steckbereiche 12 selber sind uber Leiterbahnen (nicht explizit dargestellt) 
30 mit den jeweiligen Bauteilen 2, 4, 4' elektrisch verbunden; denkbar ist jedoch auch, dass 
die Steckbereiche 12 zumindest teilweise uber Bondingdrahte oder anderen Drahten mit 
den jeweiligen Anschlussen der Bauteile 2, 4, 4' verbunden sind. 



Als weitere Signalubertragungseinrichtungen 6 sind in der ersten bevorzugten Aus- 
35 fuhrungsform der erfindungsgemaften elektronischen Baugruppe 1 ferner Durchkon- 
taktierungselemente 10 vorgesehen, die jeweils durch ein Durchgangsloch 15 in dem 
Schaltungstrager 3 hindurchlaufen und einen ersten Kontaktbereich 14 der Blendenseite 5 
des Schaltungstragers 3 mit einem zweiten Kontaktbereich 14' auf der Gerateseite 7 des 
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Schaltungstragers 3 elektrisch verbinden. Dabei ist vorgesehen, dass die jeweiligen 
Durchgangslocher 15 in dem Schaltungstrager 3 durch Stanzen, Bohren, Laserbohren 
Oder aber auch durch Frasen eingebracht werden. In der Fig. 1 ist ferner zu erkennen, 
dass der erste Kontaktbereich 14 der Durchkontaktierungselemente 10 in den 
Schwallbereich 20 der Blendenseite 5 fallt. Das Durchkontaktierungselement 10 kann 
demgemafc als ein THD-Bauteil 4' betrachtet werden, dass beispielsweise mittels 
Schwallloten fixiert und entsprechend kontaktiert wird. 

Die erste Ausfuhrungsform der erfindungsgemalJen elektronischen Baugruppe 1 zeichnet 
sich dadurch aus, dass auf der Blendenseite 5 nur jene elektronischen Bauteile 2 
angeordnet sind, die zur Gestaltung der Benutzerschnittstelle der Baugruppe 1 dienen, 
wahrend auf der Gerateseite 7 die Bauteile 4, 4' zur Gestaltung des Rechner- und 
Steuermoduls der Baugruppe 1 vorliegen. Dadurch liegt eine vollstandige Entflechtung 
der elektronischen Bauteile 2, 4, 4' vor. Durch die Anordnung der Bauteile 2, 4, 4' gemali 
der ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wird erreicht, dass bei 
20 Designanderungen bzw. Anderungen der Benutzerschnittstelle nur das Layout der 
Blendenseite 5 geandert werden muss. Hingegen kann das Layout der Gerateseite 7 
unverandert bleiben, was die im Zusammenhang mit der Designveranderung anfallenden 
Kosten und den Zeitaufwand reduziert. 

25 Fig. 3 zeigt die Blendenseite 5 einer zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform der erfin- 
dungsgemafcen elektronischen Baugruppe 1 . 

Fig. 4 zeigt die zu der in Fig. 3 dargestellten Blendenseite 5 zugehorige Gerateseite 7 
jener elektronischen Baugruppe 1 der zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform. 

Die zweite bevorzugte Ausfuhrungsform unterscheidet sich von der ersten bevorzugten 
Ausfuhrungsform gemafc den Figuren 1 und 2 dadurch, dass sich nun auf der 
Blendenseite 5 sowohl SMD-Bauteile 2 als auch bedrahtete bzw. THD-Bauteile 2' be- 
finden. Auf der entsprechenden Gerateseite 7 konnen sich somit (nicht dargestellte) SMD- 
35 Bauteile und der Schwalllotbereich 20' der bedrahteten Bauteile 2' der Blendenseite 5 
befinden. 



30 
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In Analogie zu der ersten bevorzugten Ausfuhrungsform der elektronischen Baugruppe 1 
sind wiederum die zur Ausgestaltung des Blendendesigns verwendeten Bauteile 2, 2' 
ausschlie&lich auf der Blendenseite 5 angeordnet, wahrend auf der Gerateseite 7 die 
Bauteile 4 vorliegen, die zur Gestaltung des Rechner- und Steuermoduls dienen. Aus 
Kostengrunden ist die elektronische Baugruppe 1 gemafc der zweiten Ausfuhrungsform 
ebenfalls aus einer zweiseitig mit einem elektrisch leitfahigen Material beschichteten 
Schaltungstrager 3 aufgebaut, wobei der Schaltungstrager 3 frei von 
Durchkontaktierungsstellen, insbesondere STH-Durchkontaktierungsstellen, ist. Die 
fehlenden Durchkontaktierungsstellen werden in Analogie zur ersten bevorzugten 
Ausfuhrungsform mittels Signalubertragungseinrichtungen 6 in der Gestalt von 
Steckelementen 8 und miteinander konjugierenden Steckbereichen 12 ersetzt. 

Einen Unterschied der zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform hinsichtlich der ersten 
bevorzugten Ausfuhrungsform ist ferner darin zu sehen, dass hier bewusst nun auf 
Signalubertragungseinrichtungen 6 in der Gestalt von Durchkontaktierungselementen 10 
verzichtet wird, stattdessen Leiterelemente 9, wie etwa Kabel-Jumper, vorgesehen sind, 
die einen ersten Kontaktbereich 1 3 auf der Blendenseite 5 des Schaltungstragers 1 mit 
einem zweiten Kontaktbereich 13' auf der zweiten Seite 7 des Schaltungstragers 1 
elektrisch verbinden. Ferner ist auf der Gerateseite 7 ein Leiterelement 29 vorgesehen, 
dass zur Leistungsversorgung der elektronischen Baugruppe dient. 

Ebenfalls ist auf der Blendenseite 5 der zweiten Ausfuhrungsform optional ein Mikro- 
controller 27 vorgesehen, der zur Ansteuerung bzw. zur Steuerung der auf der Blenden- 
seite 5 vorliegenden Bauteile 2, 2' zur Gestaltung der Benutzerschnittstelle dient, und 
hierin ebenfalls als Bauteil 2, 2', das zur ersten Gruppe zugehort, angesehen wird. 

Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung einer weiteren Ausfuhrungsform der erfin- 
dungsgemafcen elektronischen Baugruppe 1 im eingebauten Zustand. In der dargestellten 
Ausfuhrungsform liegt eine Sichtweise auf die Blendenseite 5 der elektronischen 
Baugruppe 1 vor. Die elektronische Baugruppe 1 ist in Analogie zur ersten bevorzugten 
Ausfuhrungsform der Figuren 1 und 2 ausgebildet, d.h. auf der Blendenseite 5 befinden 
sich SMD-Bauteile 2 und der Schwall-Lotbereich 20 der auf der Gerateseite 7 
angeordneten bedrahteten bzw. THG-Bauteile 4'. Wie dargestellt kommuniziert die 
elektronische Baugruppe 1 uber ein als Randstecker ausgebildetes Steckelement 8 mit 
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einem Antriebsmodul 21 das wiederum mit einem Sensormodul 22 und einem Aktormodul 
23 in Verbindung steht. Die Kommunikation zwischen der Baugruppe 1 und dem 
Antriebsmodul 21 erfolgt uber einen D-Bus 24, der an den Randstecker bzw. das 
Steckelement 8 an der elektronischen Baugruppe 1 angeordnet ist. 

Qber ein Leiterelement 9 auf der Blendenseite 5 der elektronischen Baugruppe 1 wird ein 
SPI-D-Bus 25 angeschlossen, der mit einem Display 26 verbunden ist. Ebenfalls uber ein 
Leiterelement 9, das jedoch im Schwall-Lotbereich 20 der Blendenseite 5 angeordnet ist, 
erfolgt eine Leistungsversorgung der Baugruppe 1. Optional ist denkbar, beispielsweise 
ein externes Programmwahlermodul mit Lichtdesign an die elektronische Baugruppe 1 
uber einen oder mehrere Busse 24, 25 anzuschliefcen, wobei die Kontaktierung auf dem 
Schwall-Lotbereich 20 der Blendenseite 5 uber Leiterelemente 9 erfolgt. Ferner kann ein 
zusatzliches Netzteil zur Leistungsversorgung der elektronischen Baugruppe bei Bedarf 
vorgesehen sein. 

Fig. 6 zeigt eine dreidimensionale Ansicht einer moglichen Ausfuhrungsform des er- 
findungsgemafcen Durchkontaktierungselements 10. Jenes Durchkontaktierungselement 
10 lauft im eingesetzten Zustand durch ein Durchgangsloch 15 in dem Schaltungstrager 3 
hindurch und verbindet einen ersten Kontaktbereich 14 auf der einen Seite 5, 7 des 
Schaltungstragers 3 mit einem zweiten Kontaktbereich 14' auf der zweiten Seite des 
Schaltungstragers 7, 5. Hierbei ist beispielsweise denkbar, dass auf der Oberseite des 
Durchkontaktierungselements 10, die der Kontaktflache 16 entspricht, die Kontaktierung 
des Durchkontaktierungselements 10 durch Reflow-Loten erfolgt, wahrend die Unterseite 
bzw. der Stiftbereich 17 des Durchkontaktierungselements 10 mittels Schwall-Loten fixiert 
bzw. mit den jeweiligen Kontaktbereichen 14, 14' elektrisch verbunden wird. 

Das dargestellte Durchkontaktierungselement 10 ist ein, insbesondere aus Blech, aus- 
gebildetes Steckelement, welches eine ebene Kontaktflache 16 und einen Stiftbereich 17 
aufweist, welcher uber einen Federabschnitt 18 federnd mit der Kontaktflache 16 
verbunden ist, wobei die Kontaktflache 16 bundig auf dem Kontaktbereich 14, 14' des 
Schaltertragers 3 anliegt und wobei der Stiftbereich 17 durch das Durchgangsloch 15 
hindurch lauft, wenn das Durchkontaktierungselement 10 in dem Durchgangsloch 15 
eingesetzt ist. 
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5 Die Vorteile der erfindungsgemafcen elektrischen Baugruppe 1 gema& den obig be- 
schriebenen bevorzugten Ausfuhrungsformen gegenuber bekannten Losungen sind 
insbesondere in der Entkopplung von Design und Funktion durch geschickte Anordnung 
der Bauteile 2, 2', 4, 4' auf je einer Leiterplattenseite 5,7, in den Kosteneinsparungen 
durch Wegfall eines separaten Bedienmoduls, das bei bisherigen Losungen die 
10 designrelevanten Bauteile aufnimmt und durch Bauraumeinsparungen durch Wegfall des 
separaten Bedienmoduls zu sehen. 





»1 
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Bezugszeichenliste 


1 


Elektronische Baugruppe 


2 


Elektronische Bauteile der ersten Gruppe (SMD-Bauteile) 


2' 


Elektronische Bauteile der ersten Gruppe (THD-Bautei!e) 


3 


Schaltungstrager 


4 


Elektronische Bauteile der zweiten Gruppe (SMD-Bauteile) 


4* 


Elektronische Bauteile der zweiten Gruppe (THD-Bauteile) 


5 


Erste Seite bzw. Blendenseite 


6 


Signalubertragungseinrichtung 


7 


Zweite Seite bzw. Gerateseite 


8 


Steckelement 


9 


Seitenelement, Leiterelement 


10 


Durchkontaktierungselement 


11 


Randbereich 


12 


Steckbereich 


13, 13' 


Kontaktbereich 


14, 14' 


Kontaktbereich 


15 


Durchgangsloch 


16 


Kontaktflache 


17 


Stiftbereich 


18 


Federabschnitt 


19, 19' 


SMD-Bereich der ersten / zweiten Seite 


20, 20' 


THD-Bereich der ersten / zweiten Seite 


21 


Antriebsmodul 


22 


Sensormodul 


23 


Aktormodul 


24 


D-Bus 


25 


SPI-G-Bus 


26 


Display 


27 


Mikro-Controller 


28 


Master-Controller 


29 


Leiterelement zur Leistungsversorgung 
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Patentanspriiche 

1. Elektronische Baugruppe, die zumindest einen zweiseitig mit einem elektrisch 
leitfahigem Material beschichteten Schaltungstrager (3) aufweist, wobei der 
Schaltungstrager (3) mit einer ersten Gruppe elektronischer Bauteile (2) zur 
Gestaltung einer Benutzerschnittstelle und mit einer zweiten Gruppe elektronischer 
Bauteile (4) zur Gestaltung eines Rechner- und Steuermoduls bestuckt ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass die erste Gruppe der elektronischen Bauteile (2) zur 
Gestaltung der Benutzerschnittstelle auf einer ersten Seite (5) des 
Schaltungstragers (3) und die zweite Gruppe der elektronischen Bauteile (4) zur 
Gestaltung des Rechner- und Steuermoduls auf einer der ersten Seite (5) 
gegenuberliegenden, zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3) aufgebracht und 
kontaktiert sind. 

2. Elektronische Baugruppe gemafc Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Schaltungstrager (3) frei von Durchkontaktierungsstellen, insbesondere STH- 
Durchkontaktierungsstellen, ist. 

3. Elektronische Baugruppe gemafc Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Schaltungstrager (3) zumindest eine Signalubertragungseinrichtung (6) aufweist 
zum wechselseitigen Obertragen von Steuersignalen zwischen der ersten Gruppe 
der elektronischen Bauteile (2) auf der ersten Seite (5) des Schaltungstragers (3) 
und der zweiten Gruppe der elektronischen Bauteile (4) auf der zweiten Seite (7) 
des Schaltungstragers (3) und/oder zur Versorgung der ersten Seite (5) mit 
elektrischer Leistung uber die zweite Seite (7) oder umgekehrt. 

4. Elektronische Baugruppe gemafc Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Signalubertragungseinrichtung (6) zumindest ein Steckelement (8) aufweist, das an 
einem Randbereich (11) des Schaltungstragers (3) uber gegen-uberliegende, auf 
der ersten und der zweiten Seite (5;7) des Schaltungstragers (3) ausgebildete und 
miteinander konjugierende Steckbereiche (1 2) gesteckt wird. 
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5. Elektronische Baugruppe gemafc Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Signalubertragungseinrichtung (6) zumindest ein Leiterelement (9), 
insbesondere einen Kabel-Jumper, aufweist, das einen ersten Kontaktbereich (13) 
auf der ersten Seite (5) des Schaltungstragers (3) mit einem zweiten Kontaktbereich 
(13') auf der zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3) elektrisch verbindet. 

6. Elektronische Baugruppe gemaft einem der Anspruche 3 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Signalubertragungseinrichtung (6) zumindest ein 
Durchkontaktierungselement (10) aufweist, das durch ein Durchgangsloch (15) in 
dem Schaltungstrager (3) hindurchlauft und einen ersten Kontaktbereich (14) auf 
der ersten Seite (5) des Schaltungstragers (3) mit einem zweiten Kontaktbereich 
(14') auf der zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3) elektrisch verbindet. 

7. Elektronische Baugruppe gemafc Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Durchkontaktierungselement (10) ein insbesondere aus Blech ausgebildetes 
Steckelement ist, welches eine ebene Kontaktflache (16) und einen Stiftbereich (17) 
aufweist, welcher iiber einen Federabschnitt (18) federnd mit der Kontaktflache (16) 
verbunden ist, wobei die Kontaktflache (16) bCindig auf dem Kontaktbereich (14,14') 
des Schaltungstragers (3) anliegt und wobei der Stiftbereich (17) durch das 
Durchgangsloch (15) hindurchlauft, wenn das Steckelement (10) als 
Durchkontaktierungselement (10) in dem Durchgangsloch (15) eingesetzt ist. 

8. Elektronische Baugruppe gemafc einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die erste Gruppe der elektronischen Bauteile (2) mittels einer 
SMD- Technologie auf einem SMD- Bereich (19) der ersten Seite (5) des 
Schaltungstragers (3) bestuckte Bauteile sind und die zweite Gruppe der 
elektronischen Bauteile (4) sowohl mittels einer SMD- Technologie auf einem SMD- 
Bereich (19') der zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3) bestGckte Bauteile als 
auch mittels einer THD- Technologie auf einem THD- Bereich (20') der zweiten 
Seite (7) des Schaltungstragers (3) bestuckte Bauteile sind, wobei der THD- Bereich 
(20') der zweiten Seite (7) verschieden vom SMD- Bereich (19') der zweiten Seite 
(7) ist und wobei der SMD- Bereich (19') der zweiten Seite (7) ein dem SMD- 
Bereich (1 9) der ersten Seite (3) entsprechender und gegenuberliegender Bereich 

ist. 



2003P01360 



- 19- 



9. Elektronische Baugruppe gemafc einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass die erste Gruppe der elektronischen Bauteile (2) sowohl 
mittels einer SMD- Technologie auf einem SMD- Bereich (19) der ersten Seite (5) 
des Schaltungstragers bestuckte Bauteile als auch mittels einer THD- Technologie 
auf einem THD- Bereich (20) der ersten Seite (5) des Schaltungstragers (3) 
bestuckte Bauteile sind, und die zweite Gruppe der elektronischen Bauteile (4) 
mittels einer SMD- Technologie auf einem SMD- Bereich (19') der zweiten Seite (7) 
des Schaltungstragers (3) bestuckte Bauteile sind, wobei der THD- Bereich (20) der 
ersten Seite (5) verschieden vom SMD- Bereich (19) der ersten Seite (5) ist und 
wobei der SMD- Bereich (19') der zweiten Seite (7) ein dem SMD- Bereich (19) der 
ersten Seite (3) entsprechender und gegentiberliegender Bereich ist. 

10. Verfahren zum Herstellen einer elektronischen Baugruppe gemafc einem der 
Anspruche 1 bis 9, welches die folgenden Verfahrensschritte aufweist: 

a) Bestucken der ersten Seite (5) des Schaltungstragers (3) mit einer ersten 
Gruppe elektronischer Bauteile (2) zur Gestaltung der Benutzerschnittstelle der 
Baugruppe; 

b) Bestucken der zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3) mit einer zweiten 
Gruppe elektronischer Bauteile (4) zur Gestaltung eines Rechner- und 
Steuermoduls der Baugruppe; und 

c) Einrichten von Signalubertragungs- und/oder Leistungsversorgungsver- 
bindungen zwischen der ersten Seite (5) und der zweiten Seite (7). 

1 1 . Verfahren gemaB Anspruch 1 0, dadurch gekennzeichnet, dass der Verfahrensschritt 
c) ferner folgende Verfahrensschritte aufweist: 

- Ausbilden von Steckbereichen (12), die sich an einem Randbereich (11) 
gegenuberliegend und miteinander konjugierend auf der ersten Seite (5) und 
der zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3) erstrecken; und 

- Aufstecken des Steckelements (8) auf die gegenuberliegend ausgebildeten und 
miteinander konjugierenden Steckbereiche (12). 
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12. Verfahren gemafc Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass der 
. Verfahrensschritt c) femer folgende Verfahrensschritte aufweist: 

- Ausbilden von zumindest einem ersten Kontaktbereich (1 3) auf der ersten Seite 
(5) des Schaltungstragers (3) und von zumindest einem zweiten Kontaktbereich 
(13') auf der zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3); und 

- Verbinden des zumindest einen ersten Kontaktbereiches (13) mit dem 
zumindest einen zweiten Kontaktbereich (13') mittels eines Leiterelements (9). 

13. Verfahren gemafc einem der Anspruche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Verfahrensschritt c) femer folgende Verfahrensschritte aufweist: 

- Ausbilden von zumindest einem Durchgangsloch (15) in dem Schaltungstrager 

(3)". 

- Ausbilden von zumindest einem ersten Kontaktbereich (14) auf der ersten Seite 
(5) des Schaltungstragers (3) und von zumindest einem zweiten Kontaktbereich 
(14') auf der zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3); und 

- Einsetzen eines Durchkontaktierungselement (10) in das zumindest eine 
Durchgangsloch (15), urn den zumindest einen ersten Kontaktbereich (14) mit 
dem zumindest einen zweiten Kontaktbereich (14') elektrisch zu verbinden. 
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Zusammenfassung 

Elektronische Baugruppe und Verfahren zur Herstellung dieser 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektronische Baugruppe 1, die zumindest einen 
zweiseitig mit einem elektrisch leitfahigem Material beschichteten Schaltungstrager 3 
aufweist, wobei der Schaltungstrager mit einer ersten Gruppe elektronischer Bauteile 2,2' 
zur Gestaltung einer Benutzerschnittstelle und mit einer zweiten Gruppe elektronischer 
Bauteile 4,4' zur Gestaltung eines Rechner- und Steuermoduls bestuckt ist; die Erfindung 
betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Baugruppe 1 . Dabei kann durch 
eine geschickte Anordnung der Bauteile 2, 2', 4, 4' jeweils auf der Blendenseite 5 und der 
Gerateseite 7 der Baugruppe 1 eine vollstandige Entkopplung von Design und Funktion 
der Baugruppe 1 erreicht werden. Urn die Herstellungskosten der erfindungsgemalien 
Baugruppe zu reduzieren, werden zweiseitig beschichtete Leiterplatten als 
Schaltungstrager 3 eingesetzt, die frei von STH- Durchkontaktierungsstellen sind, wobei 
erfindungsgemaC die Signaliibertragung uber Steckelemente 8, Seitenelemente 9 und 
Durchkontaktierungselemente 10 erfolgt. 
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